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加快升级 
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[Table_Summary] 报告要点： 

 本周（2026.9.21-2026.9.25）市场回顾 

1）海外 AI 芯片指数本周上涨 2.5%，AMD 和 MPS 均上涨超过 12%，

Marvell 上涨 7.2%。2）国内 AI芯片指数本周上涨 0.2%，瑞芯微上涨

15.3%，澜起科技和恒玄科技均上涨超过 5%。3）英伟达映射指数本周

下跌 2.2%，胜宏科技上涨 3.1%；英维克、兆龙互连分别下跌 9.6%和

8.1%。4）服务器 ODM 指数本周下跌 0.2%，Supermicro 上涨 10.7%。 

5）国内存储芯片指数本周上涨 0.4%，聚辰股份上涨 9.3%，长鑫科技

上涨 1.2%。6）国内功率半导体指数本周下跌 1.8%，富乐德上涨 6.8%，

其余多数成分股下跌。7）本周国元 A 股苹果指数下跌 3.2%，国元港

股苹果指数下跌 3.4%。 

 行业数据 

1）2026 年 Q4 企业级 SSD 订单有望超过第三季度高点，并带动 QLC 产

品渗透率及整体价格持续上行。2）2026 年 Q2 全球半导体收入环比增

长 31%，存储芯片贡献超过一半。3）到 2030 年，亚太地区人工智能

和生成式人工智能支出预计将达到 5550 亿美元，企业将扩大人工智

能应用规模。 

 重大事件 

1）阿里发布新一代 AI 芯片“真武 V900”，加码全栈 AI 基础设施。

2）台积电与新思科技扩展先进制程、封装及 CPO 设计生态。3）三星

调整下一代 DRAM 路线，拟以 W2W 混合键合推进亚 10纳米产品商业化。

4）佰维存储拟追加 45 亿元建设晶圆级先进封测项目。5）韩美半导体

首台 FC Bonder 75 出货，业务由 HBM 拓展至 AI 芯片 2.5D 封装。 

 风险提示 

上行风险：全球 AI资本开支及数据中心建设超预期；国产算力产业链

技术迭代与自主化进程加快；汽车电子及能源基础设施需求超预期。 

下行风险：AI 基础设施投资及终端需求不及预期；行业扩产导致供需

失衡和价格承压；技术研发及客户验证进度不及预期；贸易限制和地

缘政治风险加剧。 
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1.市场指数 

海外 AI 芯片指数本周上涨 2.5%。AMD 上涨 12.7%，MPS 上涨 12.3%，Marvell 上

涨 7.2%，台积电上涨 3.7%，英伟达上涨 1.3%，博通下跌 1.3%。 

国内 AI 芯片指数本周上涨 0.2%。瑞芯微上涨 15.3%，澜起科技上涨 5.9%，恒玄

科技上涨 5.5%，海光信息上涨 2.9%；通富微电下跌 0.6%，兆易创新下跌 1.3%，中芯

国际下跌 1.9%，寒武纪下跌 2.0%，翱捷科技下跌 2.9%，长电科技下跌 5.8%。 

图 1：海外 AI 芯片和国内 AI 芯片指数波动 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所  

注：海外 AI 指数包括英伟达、台积电、博通、Marvell、MPS 和 AMD；国内 AI 指数包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科

技、瑞芯微、恒玄科技、翱捷科技、兆易创新、长电科技和通富微电 

 

英伟达映射指数本周下跌 2.2%。胜宏科技上涨 3.1%，沪电股份上涨 0.5%；景旺

电子下跌 0.9%，工业富联下跌 2.7%，长芯博创和麦格米特下跌 3.3%，太辰光下跌

4.5%，神宇股份下跌 4.6%，江海股份下跌 5.7%，沃尔核材下跌 6.1%，兆龙互连下跌

8.1%，英维克下跌 9.6%。 

服务器 ODM 指数本周下跌 0.2%。Supermicro 上涨 10.7%，Quanta 上涨 2.0%，

Gigabyte 上涨 1.5%，鸿海精密持平；Wistron 下跌 1.1%，Wiwynn 下跌 1.2%。 
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图 2：英伟达映射指数及服务器 ODM 指数波动 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所 

注：英伟达映射指数包括工业富联、神宇股份、长芯博创、沃尔核材、兆龙互连、麦格米特、英维克、胜宏科技、景旺电子、

沪电股份、太辰光和江海股份；服务器 ODM 指数包括超微电脑、鸿海精密、Quanta、Wistron、Wiwynn 和 Gigabyte 

 

国内存储芯片指数本周上涨 0.4%。聚辰股份上涨 9.3%，长鑫科技上涨 1.2%；香

农芯创下跌 0.8%，兆易创新下跌 1.3%，恒烁股份下跌 1.8%，北京君正下跌 1.8%，佰

维存储下跌 2.7%，东芯股份下跌 3.0%，江波龙下跌 4.2%，德明利下跌 4.5%，普冉股

份下跌 5.0%，太极实业下跌 5.1%，联芸科技下跌 5.5%。 

国内功率半导体指数本周下跌 1.8%。富乐德上涨 6.8%；士兰微下跌 0.2%，芯联

集成下跌 1.5%，捷捷微电下跌 2.6%，华润微下跌 2.7%，斯达半导下跌 2.9%，新洁能

下跌 5.0%，扬杰科技下跌 5.5%。 

图 3：国内存储芯片指数波动  图 4：国内功率半导体指数波动 

 

 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所  

注：指数包含长鑫科技、兆易创新、北京君正、联芸科技、恒烁股份、江波龙、佰

维存储、德明利、太极实业、普冉股份、香农芯创、东芯股份和聚辰股份 

 

资料来源：iFind，国元证券研究所 

注：指数包含华润微、士兰微、芯联集成、捷捷微电、扬杰科技、斯达半导、新洁

能和富乐德 

 

果链指数：本周国元 A股苹果指数下跌 3.2%，国元港股苹果指数下跌 3.4%。 
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图 5：A 股果链指数  图 6：港股果链指数 

 

 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所  

注：指数包含工业富联、立讯精密、领益智造、东山精密、歌尔股份、水晶光电、

鹏鼎控股、蓝思科技、德赛电池、长盈精密、信维通信、欣旺达、博众精工、赛腾

股份、珠海冠宇和环旭电子 

 
资料来源：iFind，国元证券研究所 

注：指数包含比亚迪电子、高伟电子、通达集团、舜宇光学和瑞声科技 

 

本周覆盖标的中，澜起科技上涨 5.9%，世运电路上涨 4.4%，纳芯微上涨 1.0%，

豪威集团上涨 0.2%。兆易创新下跌 1.1%，水晶光电下跌 1.2%，强达电路下跌 1.3%，

拓荆科技下跌 2.7%，领益智造下跌 2.8%，斯达半导下跌 2.9%，安克创新下跌 3.5%，

圣邦股份下跌 3.7%，珂玛科技下跌 4.5%，生益科技下跌 4.6%，强瑞技术下跌 5.0%。 

图 7：覆盖标的本周涨跌幅 

 

资料来源：iFind，国元证券研究所 
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2.行业数据 

9 月 21 日，TrendForce 表示，北美云厂商近期上调企业级 SSD 需求预测，预计 2026

年第四季度订单规模可能超过第三季度，推动企业级 SSD 价格延续上涨。除 AI 训练

外，Agentic AI 的数据检索、向量数据库以及 KV Cache 卸载正在带动大容量 QLC 

SSD 需求，反映 AI存储需求正由 HBM、DRAM 进一步向 NAND 和企业级 SSD 扩散。 

图 8：2022-2027 年 QLC 企业级 SSD 容量比变化 

 

资料来源：TrendForce，国元证券研究所 

 

Omdia数据显示，2026年第二季度全球半导体收入超过4250亿美元，环比增长31.4%，

连续刷新季度收入及环比增幅纪录；上半年累计收入达到 7520 亿美元。存储器是本

轮增长的主要动力，第二季度存储芯片收入占全球半导体市场的一半以上，DRAM、

NAND 和 NOR 收入均创季度新高，主要受 AI需求增长、产能配置调整及产品价格上涨

推动。 

与此同时，AI 需求正向更广泛的半导体品类扩散。第二季度非存储半导体收入环比

增长超过10%，明显高于历史同期约3%的平均水平；其中微处理器收入环比增长16%，

远高于约 1%的季节性增幅。Omdia 预计，2026年第三季度全球半导体收入将超过 5000

亿美元，前三季度累计收入有望突破 1.25 万亿美元。 
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图 9：1Q24-2Q26 存储芯片在半导体收入中的占比 

 

资料来源：Omdia，国元证券研究所 

 

IDC 预计，亚太地区（含中国、日本）AI及生成式 AI支出将由 2025 年的 1,215 亿美

元增至 2030 年的 5,552 亿美元，CAGR 为 35.5%。其中，中国仍为区域最大市场，2030

年支出预计达 3,034 亿美元；日本增长最快，2025—2030 年 CAGR 达 39.8%。 

企业 AI 应用正由试点向规模化部署推进，AI 基础设施配置约占区域总支出的 32%，

软件和信息服务业预计于 2026 年占比 42.7%。我们认为，企业级 AI落地及超大规模

数据中心扩容将持续拉动算力、云服务、数据中心及相关基础设施需求。 

图 10：2025-2030 亚太地区 AI 及生成式 AI 支出预测（十亿美元） 

 

资料来源：IDC，国元证券研究所 

 



 

 

 

请务必阅读正文之后的免责条款部分 8 / 9 

 

3.重大事件 

1）9月 22 日，阿里巴巴发布新一代 AI 芯片真武 V900，称其性能达到上一代 M890 的

3 倍，单一集群可扩展至 50 万卡。同时，平头哥已形成 GPU、CPU、智能网卡和互连

芯片布局，阿里云计划到 2032 年将全球数据中心规模扩大至 20GW 以上。该事件显

示国内云厂商正由采购算力向芯片、服务器、网络和云平台协同自研延伸。 

 

2）9月 23 日，新思科技宣布与台积电深化合作，覆盖 A14 制程设计流程、CoWoS 多

芯片封装、COUPE 共封装光学以及 2nm 相关 IP，并推进 HBM4、PCIe 7.0 和 UCIe 等

接口 IP。合作反映 AI芯片复杂度提升后，产业竞争已从单一制程延伸至 EDA、Chiplet、

先进封装和高速互连协同设计。 

 

3）据 ZDNet Korea 报道，三星电子调整下一代 DRAM 技术路线，将采用晶圆对晶圆

（W2W）混合键合的 B1b 方案纳入正式路线图，并重新命名为 D0a，定位为其首代亚

10 纳米级 DRAM；原先采用垂直晶体管结构的 D0a 则更名为 D0a-V，并继续平行开发。 

B1b 将存储单元与外围驱动电路分别制造在不同晶圆上，再通过铜互连直接键合，有

利于提高存储密度，并分别优化两类电路的制造工艺。相较仍面临高深宽比刻蚀、漏

电控制及新材料等技术挑战的 VCT 方案，混合键合已在 CMOS 图像传感器和高层数

NAND 中获得应用，商业化基础相对成熟。据报道，相关产品最快可能在两年后进入

商业化阶段。 

 

4）佰维存储公告，拟投资约 45亿元建设晶圆级先进封测制造项目三期，其中固定资

产投资约 40 亿元。此前一、二期合计投资 30.9 亿元，设备正在陆续交付，对应 2.5D

封装月产能约 3,000 片。此次扩产反映 AI 及存储需求增长正在向国内晶圆级封装、

2.5D 封装和测试环节传导，但项目建设及产能消化仍存在不确定性。 

 

5）9月 22 日，韩国半导体设备厂商韩美半导体宣布，首台 FC Bonder 75 已向客户

出货，标志着公司产品布局由 HBM 用键合设备进一步延伸至 AI 系统芯片 2.5D 先进

封装市场。该设备采用倒装键合技术，支持最大75×75毫米中介层封装，可满足CPU、

GPU 与 HBM 等多颗芯片集成，以及 AI 芯片封装尺寸持续扩大的需求。 

 

4.风险提示 

  上行风险：全球 AI资本开支及数据中心建设超预期；国产算力产业链技术迭代与

自主化进程加快；汽车电子及能源基础设施需求超预期。 

下行风险：AI 基础设施投资及终端需求不及预期；行业扩产导致供需失衡和价格

承压；技术研发及客户验证进度不及预期；贸易限制和地缘政治风险加剧。 
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